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Update on New 3D Layout

Gian-Franco Dalla Betta

University of Trento and TIFPA INFN, Trento, Italy

• Bump pad layout details for new chips
– RD53

– FERMILAB
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BUMP PADS RD53 (1): 25 x 100 (2E)

50 um

50 um

100 um

25 um

Layout by G.-F. Dalla Betta, 
Uni Trento, 2014

25 um

Only compatible with option 2
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BUMP PADS RD53 (2): 25 x 100 (1E)

50 um

50 um

100 um

25 um

Layout by G.-F. Dalla Betta, 
Uni Trento, 2014

25 um

Compatible with options 1 and 2 
(better with option 2 here shown)
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BUMP PADS RD53 (3): 50 x 50 (1E)

50 um

50 um

100 um

25 um
Layout by G.-F. Dalla Betta, 

Uni Trento, 2014

Compatible with options 1 and 2
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FERMILAB CHIP (1): 100 x 30 (2E)

40 um

60 um

120 um

30 um

Layout by G.-F. Dalla Betta, 
Uni Trento, 2014

It could be compatible if bumps could sit on columns …
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FERMILAB CHIP (2): 100 x 30 (1E)

40 um

60 um

200 um

30 um

Layout by G.-F. Dalla Betta, 
Uni Trento, 2014

120 um80 um

Compatible, although not so nice


